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1 INTRODUCCION

[ Introduccién }

1.1 ALCANCE

Este documento describe las condiciones ideal, aceptable, y noconforme que son observables externamente o internamente
en tableros de circuitos impresos (PCB — Printed Circuit Board). Representan interpretacién visual de los requisitos minimos
ya establecidos en varias especificaciones de PCB, por ejemplo; el juego de estandares del IPC-6010, ANSI/J-STD-003, etc.

1.2 PROPOSITO

Las ilustraciones visuales en éste documento representan criterio especifico de los requisitos de especificaciones

actuales de IPC. Para poder usar y aplicar adecuadamente el contenido de éste documento, el PCB deberia cumplir

con los requisitos pertinentes de disefio del juego de documentos del IPC-2220 y los requisitos pertinentes de desempefio
del juego de documentos del IPC-6010. En un evento que el PCB no cumpla con estos requisitos o equivalentes, entonces
el criterio de aceptabilidad deberia ser acordado entre el usuario y el proveedor (As Agreed upon Between User and
Supplier — AABUS).

1.3 ENFOQUE DE ESTE DOCUMENTO

Las caracteristicas estan divididas en dos grupos generales:
» Observables Externamente (seccion 2)

* Observables Internamente (seccién 3)

Condiciones “Observables Externamente” son esos aspectos o imperfecciones las cuales pueden ser vistas y evaluadas
sobre o desde la superficie exterior del tablero (PCB). En algunos casos, tales como vacios o ampollas, la condicién actual
es un fendmeno interno y es detectable desde el exterior.

Condiciones “Observables Internamente” son esos aspectos o imperfecciones que requieren micro corte seccional
(micro section) del espécimen u otras formas de acondicionamiento para la deteccién y evaluacién. En algunos casos,
estos aspectos pueden ser visibles desde el exterior y requieren micro seccién para poder evaluar los requisitos de
aceptabilidad.

Espécimen deberian ser iluminados durante la evaluacién lo necesario para tener una examinacion efectiva. La
iluminacién deberia ser de tal manera que no sombras caen sobre la area de interés excepto esas sombras causadas
por el espécimen en si mismo. Esta recomendado que iluminacion con polarizacion y/o campo oscuro sea utilizado para
evitar deslumbramiento durante la examinacion de materiales altamente refractivos.

Las ilustraciones en éste documento representan criterio especifico relacionado a los titulos y sub titulos de cada pagina, con
descripciones cortas de las condiciones aceptables y no conformidades para cada clase de producto. (Ver 1.4). El criterio de
aceptabilidad visual de calidad es con la intencién de proveer las herramientas para la evaluacion de anomalias visuales. Las
ilustraciones y fotografias en cada situacion estan relacionadas a requisitos especificos. Las caracteristicas mencionadas son
esas que pueden ser evaluadas por observacion visual y/o medidas de aspectos observables visualmente.

Respaldado por requisitos adecuados de usuarios, éste documento deberia proveer criterio visual efectivo al personal de
aseguramiento de calidad y manufactura.

Este documento no puede cubrir todos las inquietudes de confiabilidad encontradas en la industria de circuitos impresos; por
lo tanto, atributos no mencionados en éste documento deben ser acordado entre el usuario y el proveedor [AABUS]. El valor
de éste documento descansa en su uso como documento base que puede ser modificado con expansiones, excepciones, y
variaciones las cuales pueden ser adecuadas para aplicaciones especificas.

Cuando tomando decisiones de aceptar y/o rechazar, conciencia en el orden de jerarquia de la documentacion tiene que ser
mantenida.

Este documento es una herramienta para observar como un producto puede desviarse debido a la variacién en procesos.
Referirse a IPC-9191.

IPC-A-600 provee una herramienta Util para el entendimiento e interpretacion resultados de la Tecnologia de Inspeccion
Automatica (AIT). AIT puede ser aplicable a la evaluacion de las muchas caracteristicas dimensionales ilustradas en éste
documento.

IPC-A-600J Mayo 2016 1





